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EPBOARD 0700HT

에폭시 모델보드

용도

EPBOARD 0700HT는 내열성이 높은 에폭시 모델보드로, 프리프레그 오토클레이브 금형 제작 공정의 마스터모델에
적합합니다. 진공 성형 금형 또는 소량 복합재 부품용 금형에도 직접 사용할 수 있습니다.

특징

• 높은 치수 안정성

• 우수한 인성과 뛰어난 모서리 안정성

• 높은 내열성

• 낮은 밀도

• 높은 표면 품질

물리적 특성

제품 EPBOARD0700HT

색상 진한 파랑

밀도 0.72-0.78g/cm3

기계적 특성

시험 항목 시험 방법 EPBOARD0700HT

Tg/°C ISO11357:2002(DSC) ≥150

경도(25 °C) ISO 868:1985 ≥72D

열팽창계수 ISO11359-2:1999 ≤49*10-6K-1

굴곡 탄성률 / MPa ISO178:2001 ≥1800

굴곡 강도 / MPa ISO178:2001 ≥38

압축 강도 / MPa ISO604:2002 ≥53

*경화 조건: 위 데이터는 65 °C 7시간 + 100 °C 1시간 + 130 °C 1시간 + 160 °C 8시간 후경화 후 시험한
결과입니다.
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가공 지침:

보드 접착:

1. 블록을 절단·준비한 후 접착제 없이 시험 조립합니다.

2. 접합할 양쪽 표면을 320방 사포로 연마합니다.

3. 압축 공기로 분진을 제거한 후 아세톤 등 적절한 용제로 접착면의 오염물질을 제거합니다.

4. 접착 전에 잔류 용제가 증발하도록 기다립니다.

5. 톱니형 스패튤러로 약 600 g의 에폭시 접착제를 접합할 양쪽 표면에 균일하게 도포합니다.



KO

EPTEK | eptek.cn 2

6. 접착제가 젖어 있는 두 표면을 맞대고 접합부에서 접착제가 나오기 시작할 때까지 균일한 압력을 가합니다. 넘친
접착제를 제거하고 접착층 두께가 균일하며 1 mm를 넘지 않는지 확인합니다.

7. 가볍게 클램핑하거나 적층물 상면 전체에 하중을 올려 보드를 고정하고, 보드 전체에 균일한 압력이 가해지도록
합니다.

8. 추가 가공 전에는 접착제가 충분히 경화될 시간을 반드시 확보합니다.

9. 시스템의 최대 열적 성능을 얻으려면 후경화를 권장합니다. 오토클레이브 안에서 시간당 20 °C 이하의 냉각
속도로 부품을 실온까지 식히는 것이 권장됩니다. 이를 통해 보드와 접착제의 열충격을 방지하여 접착 불량과
보드의 응력 균열을 예방합니다.

지지:

자중으로 인한 과도한 응력을 피하도록 보드를 충분히 지지해야 합니다. 대형 패턴에는 처짐을 줄이고 취급을 쉽게
하는 강철 지지 프레임을 권장합니다. 보드에 배면 지지대나 프레임을 부착할 때는 권장 접착제 중 하나를
사용하십시오. 고온용 보드에 기계적 체결을 적용할 때는 주의해야 합니다. 열팽창계수 차이로 인해 가열·냉각 중
휨이나 미세 균열이 생길 수 있습니다.

공급 보드 치수

1500*500*50mm

1500*500*75mm

1500*500*100mm

취급 주의사항:

환기가 잘되는 곳에서 작업하십시오. 가공 중 피부 접촉을 피하고 장갑, 마스크, 보안경 및 보호복을 착용하십시오.
자세한 내용은 물질안전보건자료를 참조하십시오.
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참고:

위 데이터는 특정 시험 조건에서 측정한 결과입니다. 실제 적용에서는 공정 절차와 조건이 달라질 수 있으므로,
사용 전에 필요에 따라 시험하여 제품이 실제 요구사항을 충족하는지 확인할 것을 권장합니다. EPTEK는 자사
제품이 자체 최고 수준의 품질 관리 규정을 충족함을 보증합니다.
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